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PRESS RELEASE
Le CEA-Leti et SPP Process Technology Systems collaborent pour développer des TSV nouvelle génération 
Un institut de recherche et un fabricant d’équipements majeurs développent de nouvelles technologies pour l’intégration 3D de circuits (3D-IC)
TOKYO, Japon, et GRENOBLE, France – 6 octobre 2010 – Le CEA-Leti et SPP Process Technology Systems (SPTS) ont annoncé aujourd'hui leur accord pour le développement commun de vias traversants (through-silicon via-TSV) 300 mm intégration 3D dans l’atelier spécialisé 300 mm du CEA-Leti à Grenoble, en France. Leur accord définit les termes de leur collaboration, qui porte sur une gamme de TSV 3D destinée à optimiser les technologies de nettoyage et de dépôt utilisées pour créer des TSV nouvelle génération avec un rapport de forme élevée.
Les partenaires rechercheront des matériels et des procédés alternatifs afin de répondre à la nécessité d’avoir de nouvelles méthodes via fill rentables. Dans certaines applications via middle, lorsque le traversant est créé entre le contact et la première couche de métal de l’unité finale, les rapports de forme des traversants peuvent dépasser 10 :1 ; ces rapports de forme très élevés nécessitent une nouvelle approche des techniques de nettoyage et de dépôt actuelles.
« Cet accord va dans le sens de notre mission de création d’innovations et de leur transfert vers l'industrie. » a déclaré le Dr. Laurent Malier, Directeur du CEA-Leti. « Dans le domaine de la micro-électronique, la technologie 3D-IC joue un rôle majeur pour la rentabilité des performances. Qu’il s’agisse des appareils nomades, des centres de données, des MEMS ou encore des dispositifs optiques, la 3D-IC permet de créer des circuits rentables avec des performances élevées et des fonctionnalités diverses. En réunissant les connaissances avancées du Leti en matière de recherche et de développement et les compétences techniques d’un fabricant d’équipements dont les capacités de production sont reconnues, on peut couvrir toute la gamme des procédés TSV à base de cuivre. »
« Nous sommes heureux que cet accord réunissent deux organisations dans un environnement optimisé pour le développement conjoint des équipements et des procédés. » a déclaré Kevin Crofton, Directeur général de SPTS Division UK et Vice-président directeur de SPTS. « Nos systèmes de nettoyage, de dépôt physique en phase vapeur (PVD) et de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) sont reconnus comme des leaders technologiques dans le domaine des TSV. » Le Leti et SPTS saisissent toute l’importance et la valeur de créer une solution TSV optimisée et admettent qu’il est plus efficace que les équipementiers avancés et les experts en technologies travaillent ensemble sur les procédés intégrés. »
« Cet accord entretient la relation forte qui existe entre nos deux organisations. » a ajouté Susumu Kaminaga, Président de SPTS et de Sumitomo Precision Products (SPP). « En poursuivant une collaboration déjà étroite, cet accord apporte aux spécialistes des TSV des découvertes qui vont améliorer les performances des appareils sur les packages les plus compétitifs. »
L’importance de la technologie TSV augmente rapidement dans son secteur, car il s’agit d’une méthode d’intégration 3D qui permet d’avoir une couche plus fine entre les éléments empilés, une interconnexion de plus grande densité et donc de produire de meilleures performances électriques, qui augmentent les fonctionnalités et la rentabilité.
About CEA-Leti
CEA is a French research and technology public organisation, with activities in four main areas: energy, information technologies, healthcare technologies and defence and security. Within CEA, the Laboratory for Electronics & Information Technology (CEA-Leti) works with companies in order to increase their competitiveness through technological innovation and transfers. CEA-Leti is focused on micro and nanotechnologies and their applications, from wireless devices and systems, to biology and healthcare or photonics. Nanoelectronics and microsystems (MEMS) are at the core of its activities. As a major player in MINATEC campus, CEA-Leti operates 8,000-m² state-of-the-art clean rooms, on 24/7 mode, on 200mm and 300mm wafer standards. With 1,200 employees, CEA-Leti trains more than 150 Ph.D. students and hosts 200 assignees from partner companies. Strongly committed to the creation of value for the industry, CEA-Leti puts a strong emphasis on intellectual property and owns more than 1,500 patent families. For more information about Leti, please visit www.leti.fr.
A propos de SPTS
SPP Process Technology Systems a été créée en octobre 2009 pour servir de véhicule à la fusion de Surface Technology Systems et pour acquérir le capital d’Aviza Technology. Cett société est une filiale de Sumitomo Precision Products Co., LTD, qui la détient entièrement. Elle conçoit, fabrique, vend et soutient les technologies de procédé et les biens d’équipement avancés pour le secteur mondial des semiconducteurs et les marchés connexes. Ces produits sont utilisés dans plusieurs segments du marché, notamment la R&D, le stockage des données, les MEMS et les nanotechnologies, le packaging avancé 3-D, les DEL et les circuits d’alimentation intégrés pour la communication. Pour de plus amples informations sur SPTS, rendez-vous à l’adresse www.spp-pts.com.
A propos Sumitomo Precision Products Co., Ltd
Au cours des 90 dernières années, Sumitomo Precision Products Co., Ltd, basé à Amagasaki (Japon) a élargi ses activités de départ, spécialisées dans les produits de l’aérospatiale, à des domaines aussi variés que les échangeurs thermiques et les systèmes de contrôle de la température, les machines industrielles utilisant des commandes hydrauliques, les équipements pour les semiconducteurs et les écrans plats, les ozoneurs pour la protection de l’environnement et les détecteurs de mouvement unique. Pour de plus amples informations sur SPP, rendez-vous à l’adresse www.spp.co.jp.
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